
Chroma 7945製程中芯片外觀檢查系統為自動化

的切割前/後晶粒檢測設備。切割後晶粒可以同

時間進行正反兩面的晶粒外觀檢查，使用可替換

組件設計，能夠轉換未切割芯片以及金屬環或塑

膠子母環以配合不同應用。

雙面檢測

對於化合物半導體芯片而言，在切割後產生的背

面缺陷，例如剝落及崩邊是非常嚴重的。因為缺

陷無法於正面看見，使用者必須翻轉芯片以及另

外進行檢測才能獲得正反兩面的位置分布圖，在

操作翻面過程中也可能會有晶粒翻轉損失及合併

資料錯誤的可能。採用同步檢測正背面的優點為

只需一次掃描，即可得到晶粒正反面結果，能大

幅減少檢測與合併檔案時間。

色彩系統

異色檢測問題是另一項化合物半導體的重點，因

為膜厚不均所造成的顏色不均勻可能會造成檢測

誤判或漏判。檢測系統必須擁有待測物彩色資訊

讓使用者可以選擇高對比的色彩頻道來建立檢測

項目，高對比影像有助於提升檢出率。

芯片分佈圖格式

Chroma 7945能夠支援不同的芯片分佈圖格

式，例如 csv、SEMI XML、SNIF、STIF以及

KLARF。使用者可以堆疊不同製程的分佈圖以分

析缺陷的成因，或是結合前站測試資料，並更新

分類圖以進行下一站挑揀流程。

製程中芯片外觀檢查系統

MODEL 7945

MODEL 7945

特點

■ 雙面檢測 (切割後芯片)

■ 異色缺陷檢測

■ 可選擇不同倍率及檢測項目以因應不同應

 用，例如VCSELs、PDs、LEDs、或離散元件 

 (Discrete Devices)

■ 支援多電腦檢測以縮短處理時間 

■ 可共用自動進料機設計

■ 最大支援8吋芯片 (10" hoop ring)

芯片製程應用
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規格表

應用範圍
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Note *1: Configuration is one loader with one inspector
* 所有規格如有更新恕不另行通知。
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Model 7945
Suitable Chip and Package Type
Wafer Size ≤ 8 inch (10 inch hoop ring)
Chip Size 75um x 75um ~ 8mm x 8mm

Applications
Compound semiconductors and diodes: 
VCSEL, EEL, PD, LED, FET, MOSFET

Inspection
Camera 25M color camera x 2 (front side and back side inspection)
Light Source LED co-axis light, ring light, back light
Magnification 2X, 5X and 10X objective lens (optional)
Resolution 1.28um/pixel (2X) ; 0.5um/pixel (5X) ; 0.25um/pixel (10X)
System
Cassette Load Port x 2

Warpage Compensation
Software auto focus and mechanical fix focus column to 
overcome wafer warpage

Computer x 2 (standard), supports up to 4 image proccessors
Software Function

Image Combining
Ability to separate one larger chip into several FOV images
then perform inspection

Monitor Real-time wafer map display
Image Storage Ability to save all images or defect images
Report Chip position, defect type, inspection analysis
Cassette Selection Programmable selection and scheduling
Facility Requirement *1
Dimension (W x D x H) 1900 mm x 1600 mm x 2000 mm
Weight 3000 kg
Clean Room Class Class 1000
Power AC 220V±10%, 50/60 Hz, 1Φ, 4.4KW
Compressed Air 0.6 MPa
Operation Temperature +5˚C ~40˚C
Operation Humidity 20%~60% R.H.

iOS

下載Chroma ATE APP，取得更多產品與
全球經銷資訊

Search Keyword

7945

中茂電子(上海)有限公司
上海市欽江路333號40號樓3樓
T +86-21-6495-9900
F +86-21-6495-3964

中國
中茂電子(深圳)有限公司
廣東省深圳市南山區
登良路南油天安工業村
4號廠房8F
PC : 518052
T +86-755-2664-4598
F +86-755-2641-9620
www.chromaate.com
info@chromaate.com

總公司
致茂電子股份有限公司
333001桃園市龜山區
文茂路88號 
T +886-3-327-9999  
F +886-3-327-8898
www.chromaate.com
info@chromaate.com

致茂電子(蘇州)有限公司
江蘇省蘇州高新區珠江路
855號獅山工業廊 7 號廠房
T +86-512-6824-5425
F +86-512-6824-0732

廈門分公司
T +86-592-826-2055
F +86-592-518-2152

東莞服務部
T +86-769-8663-9376
F +86-769-8631-0896

北京分公司
T +86-10-5764-9600/5764-9601
F +86-10-5764-9609

重慶辦公室
T +86-23-6703-4924/6764-4839
F +86-23-6311-5376

百度應用商城

https://appsto.re/tw/Y0N8kb.i
https://shouji.baidu.com/software/30750504.html

